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元器件引线、焊端、焊⽚、端⼦和导线的可焊性测试

1 前⾔

1.1 范围 本标准规定了用于评估电子元器件引线、焊端、实芯导线、多股导线、焊片和接触片可

焊性的测试方法、缺陷定义及验收标准，并附有相关图表。本标准还包括金属层耐溶蚀性/退润湿的

测试方法。本标准适用于供应商和用户。

1.2 ⽬的 评定可焊性是为了验证元器件引线和焊端的可焊性满足本标准规定的要求，而且还要确

认贮存对元器件焊接到互连基板上无不利影响。可以在制造、用户接收元器件时，或在组装和焊接

前，确定其可焊性。

确定金属层耐溶蚀性是为了验证焊端镀层在整个组装焊接工艺期间仍能保持其完整性。

在有冲突的情况下，标准中的⽂字描述优先于插图。

1.2.1 应当和应该 “应当”和“不应当”用于本文件中对材料、准备、工艺控制、焊接连接的验收

或测试方法有要求的任何地方。“应该”一词为推荐性建议，用于反映常规行业惯例和程序，仅作

为指南。

其它文件由客户指定。

1.3 测试⽅法分类 本标准描述了评定元器件引线或焊端的可焊性可采用的测试方法。以下任何一

种测试方法 – 测试A、测试B、测试C、测试D和测试S – 可用于锡铅焊接工艺，以下任何一种测试
方法 – 测试A1、测试B1、测试C1、测试D和测试S1 – 可用于无铅焊接工艺，上述测试方法作为评
定可焊性的默认方法，除非供需双方另有协议。

1.3.1 外观验收标准测试

测试A –焊料槽/浸焊和外观检查(有引线元器件和多股导线)锡铅焊料(见4.2.1节)
测试B –焊料槽/浸焊和外观检查(无引线元器件)锡铅焊料(见4.2.2节)
测试C –缠绕导线测试(焊片、接触片、钩形引线和塔形接线柱)锡铅焊料(见4.2.3节)
测试D –金属层耐溶蚀性/退润湿测试锡铅焊料和无铅焊料(见4.2.4节)
测试S –表面贴装工艺模拟测试锡铅焊料(见4.2.5节)
测试A1 –焊料槽/浸焊和外观检查(有引线元器件和多股导线)无铅焊料(见4.2.6节)
测试B1 –焊料槽/浸焊和外观检查(无引线元器件)无铅焊料(见4.2.7节)
测试C1 –缠绕导线测试(焊片、接触片、钩形引线和塔形接线柱)无铅焊料(见4.2.8节)
测试S1 –表面贴装工艺模拟测试无铅焊料(见4.2.9节)

1.3.2 润湿⼒测试

测试E –润湿称量焊料槽测试(有引线元器件)锡铅焊料(见4.3.1节)
测试F –润湿称量焊料槽测试(无引线元器件)锡铅焊料(见4.3.2节)
测试G –润湿称量焊料球测试锡铅焊料(见4.3.3节)
测试E1 –润湿称量焊料槽测试(有引线元器件)无铅焊料(见4.3.4节)
测试F1 –润湿称量焊料槽测试(无引线元器件)无铅焊料(见4.3.5节)
测试G1 –润湿称量焊料球测试无铅焊料(见4.3.6节)
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